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【TSIA 新聞稿 2021.10.27】                           
2021首次TSIA線上年會 理事長蒞會致詞
特邀行政院唐鳳政務委員分享《Digital Social Innovation》專題
舉辦《公司與企業數位轉型》主題論壇

產官學研半導體菁英線上雲集!

今日(10/27)台灣半導體產業協會(TSIA)舉辦線上2021TSIA年會，由理事長台積電劉德音董事長開幕致詞，特邀行政院唐鳳政務委員分享《Digital Social Innovation》專題，並舉行由台積電林宏達副總經理暨資訊長主持的《公司與企業數位轉型》主題論壇。 
    首先理事長於開幕致詞中表示，雖然疫情衝擊全球產業，然台灣半導體產業在此產業鏈中仍持續締造了「製造第一、封裝測試第一、IC 設計第二」的佳績。根據台灣半導體產業協會（TSIA）統計，預估2021年台灣IC產業產值將突破新臺幣4兆元(USD$135.8B)，成長24.7%。在此謹代表TSIA 向台灣半導體產業各公司在海內外努力的同仁們致敬。
同時，感謝產業在人才培育、ESG的努力，以及在國際合作方面，TSIA積極參與WSC事務，提升台灣代表團的實力。本會的JSTC委員會也會持續積極參與WSC各項議題的討論，爭取並捍衛台灣半導體廠商的權益。因應美中競爭，期許台灣產官學界在育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，需要提出更有建設性的措施，以護住台灣最關鍵的半導體產業。
而因應新冠疫情，衍生遠距教學、視訊會議、線上交易等數位應用與需求，實為半導體帶來新商機，尤其是人工智慧（AI）、5G 以及企業數位轉型的應用，可望成為半導體產業的新藍海。特別是數位轉型的應用，亦是今年因應疫情，首次舉辦TSIA線上年會的主軸。
接著登場的是由行政院唐鳳政務委員擔任keynote 演講嘉賓，分享《Digital Social Innovation》數位專題，唐政委表示：「社會創新」，簡單來說就是「眾人之事，眾人助之」。各方利害關係人透過集思廣益，找出社會潛在的需要，並讓全民參與，一起改變社會。至於「數位社會創新」，則是以數位為工具、手段，在避免數位落差的前提下，達成社會創新的目的。

壓軸是由台積電林宏達副總經理暨資訊長主持的論壇，主題為「公司與企業數位轉型」。主持人特別介紹及感謝官產專家們與會，包括行政院唐鳳政務委員、Google Taiwan 簡立峰前總經理、聯發科技周漁君執行副總暨技術長、台積電王英郎副總經理、日月光半導體吳田玉執行長。感謝他們蒞會與大家分享他們在數位轉型應用上的經驗和見解，並進一步透過問答方式來深入探討共同尋求台灣半導體產業持續成長之契機。
Google Taiwan 簡立峰前總經理提出，半導體產業的數位轉型，其中人工智慧科技的運用非常重要。近年來台灣年輕世代包括產、學界對於軟體產業與人工智慧科技非常投入，也開始有像Appier等AI新創獨角獸出現，不過台灣的AI新創團隊多從事需要更多國際化的行銷科技、數位醫療、數位金融應用，反而與台灣最強的半導體產業之間的合作較少，未能有效結合台灣產業優勢。AI革命性的需求帶來半導體產業的龐大機會與挑戰，不論晶片設計與製造都將帶來變革；AI技術也可以協助提升半導體製程的良率、降低成本，甚至可能加速晶片設計自動化。台灣應該是全世界少數最適合發展半導體與晶片產業AI化的地方。半導體與晶片業希望引入AI人才，而AI新創團隊多數缺乏半導體與晶片產業經驗，學界AI科研計畫有關半導體應用也很少。在本次論壇中，想藉此提醒產官學界重視這個對台灣特別重要的議題，一起努力縮短半導體業與AI新創，包括知識與經驗的落差，促成更多軟、硬整合機會。
聯發科技周漁君執行副總暨技術長表示，半導體設計公司的成功取決於是否能快速地設計和量產高性能、高品質的產品來滿足客戶的需求。隨著半導體製程的演進，產品中所含的電晶體個數不斷增加，設計變得愈加複雜，過程中所需的計算力和儲存空間也急劇增加。要維持產品的設計速度、性能和品質，在過程中必須善用所有可以取得的數據來決定解決方案，累積下來的數據也可以用於訓練人工智慧來輔助未來產品的設計，最後達到局部甚至全面自動化設計的境界。數位轉型正是以上一切的基礎。
台積電王英郎副總經理會中分享，台積公司為專業半導體技術服務提供者，從設計到製造，持續應用數位科技來實現客戶在產品技術開發上的量產需求。短短幾年內，服務產品數量從數千成長到現在超過上萬，協助實現嶄新智慧生活的晶片創新。近年來，隨著營運規模高倍數成長，台積公司的卓越製造締造了空前的經濟規模，不斷重新定義智能製造的境界與極限。舉例而言，晶圓廠的大數據以數百倍數的級距快速增長，量產複雜度逐年挑戰過往極限。先進製程加工步驟數超過三千多道次，每一層要讓數百億電晶體精準無瑕製造並層層連結堆疊，須仰賴精密複雜的製程調控，確保產品效能達到客戶規格；上萬種產品必須精準達交，有賴成千上萬機台生產效率優化，量產物流調派需順暢無阻，巨大晶圓廠的製造管理堪稱全世界最大最複雜的棋局， 絕對需要人工智慧與大數據技術來優化營運，以實現客戶信賴的卓越製造。
日月光半導體吳田玉執行長分析企業數位轉型需從建立數位文化出發，學習如何善用新興科技，終極目標是建構一個完整的自動化生態系統。能夠即時反應企業的技術與市場需求，並進一步改進商業模式，擴張生態系統的面向、效能及影響力。日月光在智慧工廠經過十年努力，體會到自動化生態系統的精髓在於完整性，彈性與自主性。隨著內部自動化系統日益精進以及市場對高品質異質整合的需求，軟體開發能力、設備國產化，以及上下游生態圈的系統串連，已經成為日後全球競爭力的重要關鍵，也是台灣產業鏈極佳的商機。
最後，主持人總結表示，在此防疫時期，數位轉型應用已是世界趨勢，也是在長期競爭力的戰略需求，台灣有幸控制疫情得宜，但全世界許多企業經過疫情洗禮，早已加倍數位轉型速度和力度，等到疫情趨穩，市場回復，這些企業將有更強的競爭力。台灣半導體產業一向走在世界前端，期透過今天年會論壇有所收穫，不只在本業上繼續精進，也能因應世界潮流應用數位轉型來持續提升競爭力，感謝論壇的專家們精闢的分享及與產官學研的交流。
關於TSIA： 

台灣半導體產業協會成立於1996年，是一個以"關心產業發展"為出發點的民間團體，透過協會的活動凝聚業界對產業發展的共識，以促成競爭中的合作，提升整體產業競爭力並促進整體產業的健全發展。TSIA現有研發、設計、製造、封裝、測試、設備、材料等會員廠商約160家，約佔台灣整體IC產業產值的百分之八十。更多資訊，請上查詢。活動詳細聯結網址: https://www.tsia.org.tw/annual2021/index.html
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